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Beschreibiing 

Verfahren zur Herstellung eines GehSuses, Hohlprofil, Abdeck- 
elemente, Federleiste xand Gehause 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines 
GehSuses, bei dem ein Grundkorper hergestellt wird und an 
Offnungen des Grundkorpers Abdeckelemente angebracht werden. 

10 Die Erfindung betrifft ferner ein Hohlprofil, verschiedene 
Abdeckelemente, eine Federleiste sowie ein Gehause zur Auf- 




nahme elektronischer Komponenten . 



In schmutz- und vibrationsbelasteten Umgebungen ist es erfor- 
15 derlich, elektronische Komponenten von der Umgebung abzu- 

schirmen. Fiir elektronische Getriebesteuerungen werden daher 
spezielle GehSuse zur Aufnahme von Leiterplatten entwickelt, 
die hinsichtlich Gr5&e und Aufbau an die jeweils verwendeten 
Leiterplatten angepasst sind. Die bekannten GehSuse weisen 
20 untereinander nur eine sehr geringe mechanische Ahnlichkeit 
auf . Ftir jede Art von GehSuse ist zudeia ein eigener, neuer 
Werkzeugsatz zur Herstellung von Bodenplatten, Deckeln, Ste- 
ckem und weiteren Bef estigungsteilen erf orderlich. 

•Gefragt sind jedoch kostengtinstig herstellbare und einfach 
montierbare GehSuse, die sich zur Aufnahme einer auSerhalb 
des Getriebes angeordneten Steuerungselektronik eignet. Diese 
Gehause k5nnen wahlweise dicht Oder \andicht ausgefuhrt wer- 
den. Der Gerateaufbau und der Montagevorgang soil mit m5g- 
30 lichst wenig Bauteilen sowie Arbeits- und Prozessschritten 

erfolgen. AuSerdem soil es maglich sein, die GehSuse auf ein- 
fache Weise an unterschiedliche Abmessungen von Leiterplatten 
anzupassen, ohne dass ungenutzter Leerraum innerhalb des Ge- 
hauses entsteht. 

35 

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfind\ing 
deshalb die Aufgabe zugirunde, ein einf aches und kostengiinsti- 
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ges Verfahren zur Herstelliing imterschiedlich groSer GehSuse 
fur elektronische Komponenten zu schaf fen und ein Gehause an- 
zugeben, das auf einfache Weise herstellbar ist, Der Erfin- 
dung liegt f earner die Aufgabe zugrunde, geeignetes Halbzeug 
5 zur Durchfiihrung des Verfahrens bereitzustellen, 

Diese Aufgaben warden durch das Verfahren, das Hoblprofil, 
die Abdeckelemente, die Federleiste und das GehSuse mit den 
in den unabhangigen Ansprtichen angegebenen Merkmalen gelost, 
10 In davon abhangigen Ansprtichen sind vorteilhaf te Ausgestal- 
tungen und Weiterbildxingen angegeben, 

Bei dem Verfahren zur Herstellung eines Gehauses wird der 
GrundkSrper durch Abteilen eines Hohlprofils hergestellt \ind 
15 die Offnungen auf den Querseiten des Grundkorpers mit den Ab- 
deckelementen geschlossen. 

Da der Grundkorper durch Abteilen eines Hohlprofils herge- 
stellt wird, kann die Lange des Grundkdrpers nahezu beliebig 
20 variiert werden. Es ist daher moglich, ausgehend von einem 
Hohlprofil, verschieden lange Grundkorper herzustellen, die 
mit verschieden langen Leiterplatten bestttckt werden konnen. 
Die LSnge des. Grundkorpers kann insbesondere so gewahlt wer- 
_ den, dass innerhalb des Gehauses keine Leervolximina entste- 

Bei einer bevorzugten AusfUhrungsf orm wird das Hohlprofil 
stranggepresst . Dabei lasst sich das Querschnittsprof il auf 
einfache Weise derart gestalten, dass eine Leiterplatte ohne 
weitere Bef estigungsmittel im GehSuse befestigt werden kann. 
So ist es zxam Beispiel moglich, sich entlang der LSngsachse 
des Hohlprofils erstreckende Ausnehmungen vorzusehen, in die 
selbstschneidende Schrauben zur Befestigung der Abdeckelemen- 
te einschraubbar sind. Weiterhin konnen im Querschnittsprof il 
Auflagef lachen ftir die Leiterplatten vorgesehen sein, die so 
angeordnet werden, dass auch eine beidseitig bestuckte Lei- 
terplatte in den Grxindkarper eingeschoben werden kann. 
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Bei einer weiteren bevorzugten Ausfahrungsf orm ist ein Ab- 
deckelement mit einem Kontaktmittel, zvna Beispiel einer Buch- 
se Oder einem Stecker, versehen. Das Kontaktmittel wird be- 
vorzugt vor dem Einschieben der Leiterplatte in den Grundkor- 
per an der Leiterplatte befestigt. Die Leiteirplatte ftihrt 
dann beim Einschieben in den Grundkorper das Abdeckelement, 
so dass dieses beispielsweise wahrend eines Einscbraubvor- 
gangs auf Position gehalten wird. Nach dem Befestigen des Ab- 
deckelements am Grundkorper wird die tiber das Kontaktmittel 
am Abdeckelement befestigte Leiterplatte im Gnindkorper si- 
cher gehalten. 

Zur Sichernng der Leiterplatte im Grundkorper ist bei einer 
Ausftihrungsf orm ein weiteres Abdeckelement mit einem Schwert 
versehen/ das sich in das Innere des Grundkorpers erstreckt, 
wenn dieses Abdeckelement an der Querseite des Grundkorpers 
angebracht ist. FUr die Ftlhning des Schwerts im Inneren des 
Grundkorpers konnen Ftihrungsnuten vorgesehen sein, die bevor- 
zugt gekapselt ausgefiihrt werden, iim ein Abscheren von elekt- 
ronischen Bauelementen auf der Leiterplatte beim EinfUhren 
des Schwerts zu verhindem. Um schlieSlich die Leiterplatte 
in dem Grundkorper zu halten, sind entlang den Schwertern Fe- 
derelemente ausgebildet, die die Leiterplatte auf eine Aufla- 
geflache drticken. 

Bei einer abgewandelten Ausftihrungsf orm werden die Abdeckele- 
mente, die gegenuberliegende Offnxingen verschlieSen, komple- 
mentar ausgebildet, indem eines der Abdeckelemente mit einem 
Schwert versehen wird, das f ormschiassig in eine Ausnehmxang 
des gegentiberliegenden Abdeckelements eingreift. Dies kann 
mit Hilfe einer Verrasterung, Verhakung oder Verzahn\mg ge- 
schehen . 

Zur Ableitung der von der elektronischen Komponente erzeugten 
warme kOnnen auiSen am Hohlprof il sich entlang der LSngsachse 
erstreckende Ktihlrippen ausgebildet sein. Femer ist es gege- 
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benenfalls siiinvoll, an den Abdeckelementen Ktihlrippen vorzu 
sehen, durch die die AbwSnne an die Umgebxingsluf t abgegeben 
werden kann. 

Nachfolgend wird die Erf indung beispielhaf t anhand der beige 
fiigten Zeichniing erlSutert. Es zeigen: 



Figur 1 



eine perspektivische Ansicht eines mit einem Ste- 
cker versehenen Abdeckelements, das an einer Lei- 
terplatte befestigbar ist; 



Figur 2 



eine perspektivische Ansicht eines aus einem 
stranggepressten Hohlprofil hergestellten Hohlkor- 
pers ; 



Figur 3 



eine perspektivische Ansicht eines Bef estigungsvor- 
gangs/ bei dem die Leiteirplatte und das daran ange- 
brachte Abdeckelement in den Hohlkdrper aus Figur 2 
eingeschoben werden; 



Figur 4 



eine perspektivische Ansicht des Bef estigungsvor- 
gangs des gegenuberliegenden Abdeckelements an dem 
Hohlkorper aus den Figuren 2 und 3; 



Figur 5 eine perspektivische Vorderansicht eines fertigen 

6eha.uses ; 

Figur 6 eine perspektivische Ansicht auf die Rtickseite des 

GehSuses aus Figur 5; 



Figur 7 einen Querschnitt durch das Gehause aus den Figuren 

5 und 6; 



Figur 8 



einen Querschnitt durch eine abgewandelte Ausfiih 
rungsform eines GehSuses; 
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eine perspektivische Ansicht eines Bef estigxingsvor- 
gangs, bei dem eine Leiterplatte in einen abgewan- 
delten Hohlkorper eingefxihrt und ein Abdeckelement 
an dem Hohlkorper befestigt wird; 

eine perspektivische Ansicht eines rtickseitigen Ab- 
deckelements fur den Hohlkorper aus Figur 9; 

eine perspektivische Ansicht, die ein Anbringen des 
ruckseitigen Abdeckelements aus Figur 10 am Hohl- 
korper veranschaulicht; 

eine Detail zeichnung, die das Anbringen des riick- 
seitigen Abdeckelements zeigt; und 

eine Detailzeichnung, die das an der Leiterplatte 
angebrachte rUckseitige Abdeckelement zeigt. 

Figur 1 zeigt eine Leiterplatte 1, die mit elektronischen 
20 Bauelementen 2 bestiickt ist. Die Leiterplatte 1 wird zusammen 
mit den Bauelementen 2 nachfolgend als elektronische Kompo- 
nente 3 bezeichnet. In der Leiterplatte 1 sind Lotaugen 4 fur 
Kontaktstif te 5 eines an einem Abdeckelement 6 ausgebildeten 
Steckers 7 vorgesehen. Das mit dem Stecker 4 versehene Ab- 
deckelement 6 wird im Folgenden auch als vorderseitiges Ab- 
deckelement 6 bezeichnet. 

Die Leiterplatte 1 verfugt dartiber hinaus tLber Rastldcher 8, 
in die am Abdeckelement 6 ausgebildete Rastnoppen 9 einrasten 
30 konnen . 

In Figur 2 ist ein Hohlkorper 10 dargestellt, der entspre- 
chend der LSnge der Leiterplatte 1 von einem Hohlraumprof il 
abgeteilt wurde. Das Hohlprofil ist somit das Halbzeug, aus 
35 dem der HohlkOrper 10 durch einen einfachen Trennvorgang her- 
gestellt wird. Das Querschnittsprof il des Hohlkoirpers 10 ist 
so gestaltet, dass das Abdeckelement 6 an einer vorderen 



Figur 9 



5 

Figur 10 
Figur 11 

10 




Figur 12 



15 

Figur 13 
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Querseite 11 angebracht werden kann, um eine vordere Of fnxing 
12 abzuschliefien. Zu diesem Zweck sind entlang den Langskan- 
ten des Hohlkoirpers 10 Ausnehmiingen 13 vorgesehen, in die 
beispielsweise selbstschneidende Schrauben einschraubbar 
sind. Die Ausnehmungen 13 erstrecken sich entlang den Langs- 
kanten des Hohlkorpers 10 und der vorderen Querseite 11 bis 
zu einer hinteren Querseite 14, so dass auch auf der hinteren 
Querseite 14 eine hintere Offnung 15 mit Hilfe eines geeigne- 
ten Abdeckelements abdeckbar ist. 

Das Querschnittsprof il ist femer so gestaltet, dass Auflage- 
fiachen 16 vorhanden sind, auf denen die eingeschobene Lei- 
terplatte 1 aufliegt. Bei dem in Figur 2 dargestellten Aus- 
fiihrxongsbeispiel des Hohlkorpers 10 sind die Auf lagef ISchen 
16 so angeordnet, dass auch eine beidseitig besttickte Leiter- 
platte 1 in den Hohlkorper 10 einschiebbar ist. Die H5he des 
Hohlkarpers 10 ist so gewahlt, dass die ublicheirweise auf der 
Lei terplatte 1 verwendeten Bauelemente 2 ausreichend Platz im 
Hohlkerper 10 finden. 

Durch die Auf lagef ISchen 16 wird ein groSf lachiger Kontakt 
zwischen dem HohlkSrper 10 und der in den HohlkSrper 10 ein- 
geschobenen Leiterplatte 1 hergestellt. Uber diese groSfia- 
chigen Kontaktstellen kann die von den Bauelementen 2 auf der 
Leiterplatte 1 erzeugte Verlustwarme von der Leiterplatte 1 
auf den HohlkOrper 10 tibertragen und von dort an die Umge- 
bungsluft abgegeben werden. 

Ferner sind im Hohlkorper 10 gekapselte Ftihrungsnuten 17 vor- 
gesehen, deren Fxinktion im Folgenden nSher eriautert werden 
wird. Bei dem in Figur 2 dargestellten Ausfuhrxmgsbei spiel 
sind die Fuhrungsnuten 17 jewel Is von einem inner en Fuhriings- 
steg 18 Tond einer seitlichen Aufienwand 19 gebildet. Die Auf- 
lageflachen 16 dagegen sind Teil der unteren AuiSenwand 20 des 
Hohlkorpers 10. Die obere AuiSenwand 21 weist keinen besonde- 
ren Verlauf auf und verlSuft in gerader Linie zwischen den 
entlang den Langskanten angeordneten Ausnehmiingen 13 . 
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Figur 3 zeigt in einer perspektivischen Ansicht, wie die Lei- 
terplatte 1 in den Hohlkorper 10 eingeschoben wird, Zunachst 
wird die Leitearplatte 1 auf die Auf lagef lachen 16 aufgelegt 
und dann unter dem Fuhrungssteg 18 hindurch in den Hohlkorper 
10 eingeschoben. Beim Einschieben der Leiterplatte 1 wird 
diese von der Auf lagef lache 16 und den seitlichen AufienwSnden 
19 geftlhrt, Durch diese Art der Fiihrung wird auch dafur ge- 
sorgt, dass Schraubenlocher 22 des Abdeckelements 6 auf den 
Ausnehmungen 13 des Hohlkdrpers 10 zu liegen koinmen. Das Ab- 
deckelement 6 kann dann mit Hilfe von selbstschneidenden 
Schrauben 23 am Hohlkorper 10 befestigt werden. Wahlweise 
kann auch ein Dichtring 24 zwischen den Hohlkorper 10 und das 
Abdeckelement 6 eingebracht werden. Der Dichtring 24 folgt in 
seinem Querschnittsprof il dem Querschnittsprof il des Hohlkor- 
pers 10, so dass sich das Abdeckelement 6 nach dem Einschie- 
ben der Leiterplatte 1 in den Hohlkorper 10 den Hohlkorper 10 
dicht abschlieSt. 

Figur 4 zeigt in einer perspektivischen Ansicht die Montage 
eines ruckseitigen Abdeckelements 25. Das rUckseitige Abdeck- 
element 25 ist mit Schwertern 26 ausgestattet, an denen Fe- 
derringe 27 ausgebildet sind. Der AuSendurchmesser der Feder- 
ringe 27 ist etwas groSer als die HShe der FUhrungsnuten 17. 
Die Schwerter 2 6 mUssen daher mit Kraft in die Fuhrungsnuten 
17 eingeschoben werden. WShrend des Einschiebevorgangs nehmen 
die Schrauben 23 die auf die Leiterplatte 1 wirkenden Schub- 
krSfte auf. 

Bei einem abgewandelten AusfOhrungsbei spiel sind die Feder- 
ringe 27 durch weitere Pederelemente ersetzt. So k6nnen die 
Schwerter 26 wellenformig ausgebildet sein oder Blattfedern 
aufweisen, die in Querrichtung wirken. 

Damit die Schwerter 26 beim Einschieben nicht ausweichen und 
die auf der Leiterplatte 1 angeordneten Bauelemente 2 absche- 
ren, sind die inneren Ftihriingsstege 18 vorgesehen. Durch die 
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Federringe 27 wird die Leiterplatte 1 fest gegen die Auflage- 
flachen 16 gedrtickt. Auf diese Weise ist der warmetibergang 
zwischen der Leiterplatte Ixind dem HohlkSrper 10 sicherge- 
stellt. Ferner ist die Leiterplatte 1 gegen Vibrationsbelas- 
tiingen gesichert. 

Es sei angemerkt, dass zwischen der Leiterplatte 1 und der 
Auf lagef lache 16 eine warmeleitpaste oder Warmeleitf olie vor- 
handen sein kann, durch die die Leiterplatte 1 vom Hohlkorper 
10 isoliert wird. Die Isolation der Leiterplatte 1 vom Hohl- 
korper 10 kann auch durch Eloxieren des HohlkSrpers 10 be- 
werkstelligt werden. In diesen Fallen muss die Leiterplatte 
zTinachst in Kontakt mit den Fuhrvmgsstegen 18 in den HohlkSr- 
per 10 eingefOhrt werden und dann in der letzten Phase des 
Einschiebens auf die Auf lagef lachen 16 aufgelegt und mit den 
Schwertern 26 des rCickseitigen Abdeckelements 25 festgepresst 
werden, damit die von den warmeleitpaste, der waiimeleitf olie 
Oder der Oxidschicht bewerkstelligte elektrische Isolation 
erhalten bleibt. 

Nach dem Einschieben des riickseitigen Abdeckelements 25 wird 
das rackseitige Abdeckelement 25 mit Hilfe von selbstschnei- 
denden Schrauben 28 am Hohlkorper 10 befestigt. Die Ftthrung 
der Schwerter 26 in den Fiihrungsnuten 17 sorgt dabei far ei- 
nen passenden Sitz von Schraubenlochem 29 des riickseitigen 
Abdeckelements 25 auf den Ausnehmungen 13 des Hohlkorpers 10. 

Das riickseitige Abdeckelement 25 und die Schwerter 26 werden 
vorzugsweise einstackig als Spritzgussteile hergestellt. Bei 
einem abgewandelten Ausftihriingsbei spiel sind die Abdeckele- 
mente 25 und die Schwerter 26 separate Telle, die getrennt 
montiert werden, Ans telle der Schwerter 26 konnen zxnn Bei- 
spiel als Schattgut angelieferte Federleisten, an denen die 
Federringe 27 ausgebildet sind, in den HohlkSrper 10 einge- 
setzt werden. 
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Zwischen dem rtickseitigen Abdeckelement 25 xind dem Hohlkttrper 
10 kann weiterhin ein Dichtring 30 eingebracht sein. Der 
Dichtring 30 bewirkt einen dichten Verschluss der rtickseiti- 
gen Offnung 15 durch das ruckseitige Abdeckelement 25. 

Der Dichtring 30 weist die gleiche Form wie der Dichtring 24 
auf . Es ist also moglich, mit einer Art von Dichtring die 
beiden Offnimgen 12 vind 15 abzudichten. 

In Figur 5 ist eine perspektivische Ansicht eines fertig mon- 
tierten Gehauses 31 dargestellt, Figur 6 zeigt daneben eine 
perspektivische Ansicht von hinten auf das fertig montierte 
Gehause 31. 

Figur 7 zeigt einen Querschnitt durch das Gehause 31. Deut- 
lich erkennbar ist, dass die Federringe 27 in der Fuhrungsnut 
17 komprimiert sind und so eine Federkraft auf die Leiter- 
platte 1 austiben, durch die die Leiterplatte 1 auf die Aufla- 
gefiache 16 gedrtickt wird. 

In Figur 8 ist ein Querschnitt durch ein abgewandeltes Aus- 
ftihrungsbeispiel des Gehauses 31 dargestellt. Bei diesem Aus- 
ftihrungsbei spiel sind die Schwerter 26 mit einem skgezahnpro- 
fil 32 versehen, das im Bereich des vorderseitigen Abdeckele- 
ments 6 f ormschltissig in Verzahnungen einer Ausnehmung 33 
eingreift. Dadurch werden das ruckseitige Abdeckelement 25 
und das vorderseitige Abdeckelement 6 gegeneinander verras- 
tet. Insbesondere wird der Hohlkorper 10 zwischen dem vorder- 
seitigen Abdeckelement 6 und dem rtickseitigen Abdeckelement 
25 eingeklemmt. Bei dem in Figur 8 dargestellten abgewandel- 
ten Aus ftihrungsbeispiel des Gehauses 31 kann daher im Grunde 
auf die Schrauben 23 xind 28 verzichtet werden. Auf diese Wei- 
se kann mit sehr wenigen Ftigeschritten und ohne Schraub- und 
Klebevorgange ein steifes und dichtes Gehause 31 bewerkstel- 
ligt werden. 
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Das sagezahnprofil 32, die Lange der Schwerter 26 und die 
Verrasterung der Ausnehmungen 33 sollen so bemessen werden, 
dass die Schwerter 26 mit einer ausreichenden EinstecklSnge 
in die Ausnehmungen 33 hineinreichen. Damit die LSnge der 

Schwerter 26 an die LSnge der Leiterplatten 1 angepasst wer- 
den kann, sind Sollbruchstellen 34 entlang den Schwertern 26 
vorgesehen, durch die die LSnge der Schwerter 26 verkttrzt und 
somit an die Lange des jeweiligen HohlkOrpers 10 iind der je- 
weiligen Leiterplatte 1 angepasst werden kann. Durch AblSngen 
an den Sollbruchstellen 34 konnen daher die Schwerter 26 an 
die jeweils vorliegende Lange der Leiterplatte 1 angepasst 
werden. In einem weiteren, nicht dargestellten Ausftihrungs- 
beispiel des Gehauses 31 ist der Hohlkorper 10 auf der AuiSen- 
seite mit Kahlrippen versehen, womit sich der WSinneubergang 
vom Hohlkorper auf die Umgebungsluf t verbessern lasst. 

Die HohlkSrper 10 des in den Figuren 5 und 6 dargestellte Ge- 
hauses 31 ist vorzugsweise aus einem metallischen Material 
gefertigt. Die in Figur 9 dargestellte Aus fiihrxings form ver- 
fagt dagegen tiber einen HohlkSrper 35, der aus Kunststoff 
hergestellt ist. Im Inneren des Hohlkorpers 35 sind Fuhrungs- 
nuten 36 vorgesehen, die die Leiterplatte 1 beim Einschieben 
umschlieSen. Da die von der Leiterplatte 1 erzeugte WSrme 
nicht tiber den Hohlkorper 35 aus K\anststoff abgeftihrt werden 
soil, ist keine spezielle Auf lagef lache vorgesehen, durch die 
ein groSf lachiger Kontakt zwischen der Leiterplatte 1 \ind dem 
Hohlkarper 35 hergestellt wird. Vielmehr beschrSnkt sich die 
F\mktion der Ftihrungsnuten 36 darauf , die Leiterplatte 1 si- 
cher im Inneren des Hohlk5rpers 35 zu fixieren. 

Die Kahlung muss daher auf andere Art und Weise bewerkstel- 
ligt werden. Figur 10 zeigt ein metallisches rilckseitiges Ab- 
deckelement 37, das auf seiner AuJSenseite mit KUhlrippen 38 
versehen ist. Auf seiner Innenseite weist das riickseitige Ab- 
deckelement 37 eine Kontaktleiste 39 sowie zwei seitlich an- 
geordnete Klemmnasen 40 auf. Das ruckseitige Abdeckelement 37 
wird wie in Figur 11 dargestellt auf die hintere Of fnung 15 
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des HohlkSrpers 35 aufgebracht und dort mit Hilfe der Schrau- 
ben 28 verschraubt. 

Figur 12 zeigt eine Querschnittsansicht der Leiterplatte 1 
und des rtickseitigen Abdeckelements 37 zu einem Zeitpunkt, zu 
dem das ruckseitige Abdeckelement 37 noch nicht vollstandig 
auf die Leiterplatte 1 aufgeschoben ist. In Figur 13 dagegen 
ist das ruckseitige Abdeckelement 37 bereits vollstandig auf 
die Leiterplatte 1 aufgeschoben. Die Kontaktleiste 39 liegt 
groSf lachig auf der Unterseite der Leiterplatte 1 an und be- 
werkstelligt den Warmeiibergang zwischen der Leiterplatte 1 
und dem ruckseitigen Abdeckelement 37. Die keilfojonig ausge- 
bildeten Klemmnasen 40 sorgen dabei fur den nStigen Anpress- 
druck. 

Das hier beschriebene Gehausekonzept bietet eine Reihe von 
Vorteilen. Zum Einen konnen die Hohlkorper 10 und 35 an die 
verschiedenen Arten von Leiterplatten 1 angepasst werden. Die 
Anpassung kann ohne Werkzeug^nderung vorgenommen werden, da 
lediglich der Schneidevorgang modifiziert werden muss. Insge- 
samt braucht nur ein Satz von Werkzeugen fur die Extrusion 
des Hohlkorper s 10 Oder des Hohlkorper s 35 hergestellt wer- 
den. Die Lange der HohlkSrper 10 und 35 kann immer so gewShlt 
werden, dass im Inneren des fertigen Gehause keine Leerraume 
entstehen. Ein weiterer Vorteil ist der geringe Montageauf- 
wand, der durch die geringe Anzahl von Teilen bedingt ist. 
Erleichtert wird die Montage auch dadurch, dass im Wesentli- 
Chen nur Fiigeprozesse durchgefahrt werden mUssen. Trotz der 
einfachen Montage konnen steife, mechanisch feste umd herme- 
tisch dichte GehSuse hergestellt werden. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass mit Hilfe der Gehause die auf der Leiterplatte 1 
erzeugte AbwSrme sicher abgefuhrt werden kann. AuSerdem er- 
gibt sich eine hohe Vibrationsf estigkeit, da die Leiterplatte 
1 in den Hohlkorpern 10 und 35 von wenigstens drei Seiten 
groSfiachig gefasst wird. 
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Patentansprtlche 

1. Verfahren zur Herstellxing eines Gehauses, bei dem ein 
Grundkorper (10, 35) hergestellt wird und an Offnungen (12, 
5 15) des Grundkorpers (10, 35) Abdeckelemente (6, 25, 37) an- 
gebracht warden, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
der Griindkorper (10, 35) durch Abteilen eines Hohlprofils 
hergestellt wird und die Offnungen (12, 15) auf den Quersei- 
10 ten (11, 14) des GirundkCrpers (10, 35) mit den Abdeckelemen- 
ten geschlossen werden, 

2 • Verfahren nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, dass 
15 das Hohlprofil stranggepresst wird, 

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , 

dadurch gekennzeichnet, dass 
im Hohlprofil sich ISngs des Hohlprofils erstreckende Ausneh- 
20 mungen (13) ausgebildet werden, in die selbstschneidende 
Schraxiben (23, 28) einschraubbar sind. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
im Hohlprofil eine Auf lagef ISche (16) fur eine Leitezplatte 
(1) gebildet wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

30 eine Leiterplatte (1) von FUhrungselementen (16, 17, 18, 19, 
36) gefuhrt in den GrundkOrper (10, 35) eingebracht wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
35 die Leiterplatte (1) vor dem Einbringen in den GrundkQrper 
(10, 35) beidseitig bestuckt wird. 
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7. Verfahren nach einem der Ansprflche 4 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

ein Abdeckelement (6) vor dem Einbringen der Leiterplatte (1) 
in den Grundkorper (10, 35) an der Leiterplatte (1) befestigt 
wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
ein am Abdeckelement (6) ausgebildetes Kontaktmittel (5, 7) 
vor dem Einbringen der Leiterplatte (1) in den Griindkorper 
(10, 35) an die Leiterplatte (1) angeschlossen wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

ein mit einem Schwert (26) versehenes Abdeckelement (25) auf 
eine Offnung (15) des Grundkorpers (10) aufgebracht wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
das Schwert (26) beim Aufbringen des Abdeckelements (25) 
durch auf der Innenseite des GrundkOrpers (10) ausgebildete 
Ptihrungsmittel (17, 18, 19) gefiihrt wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

das Schwert (26) im Inner en des Grxindkarpers (10) durch eine 

gekapselte Ftihrungsnut (17) gefUhrt wird. 

12. Verfahren nach einem der Ansprtiche 4 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Leiterplatte (1) mit Hilfe eines von Fuhrungsmitteln (17, 
18, 19) geftihrten Schwertes nach dem EinfOhren des Schwerts 
(26) auf eine im Inneren des GrundkSrpers (10) ausgebildete 
Auflagefiache (16) gepresst wird. 

13. Verfahren nach einem der Ansprtiche 8 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
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das Schwert (26) vor dem Einftihren in den Gnindkorper (10) an 
Sollbruchstellen (34) an die LSnge des Grundkarpers (10) an- 
gepasst wird. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
das Schwert (2 6) in einer Ausnehmung (33) eines gegenOberlie- 
genden Abdeckelements (6) f ormschlussig gehalten wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
am Schwert (26) ein SSgezahnprof il (32) ausgebildet ist, das 
in Verrastungen der Ausnehmung (33) f ormschlussig gehalten 
ist. 

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
der Grundkorper (10, 35) zwischen gegenttberliegenden Abdeck- 
elementen (6, 25, 37) eingeklemmt wird. 

17. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
ein Abdeckelement (37) mit Hilfe von Klemmmitteln (39, 40) 
beim Anbringen eines Abdeckelements (37) auf einer Offnung 
(15) des Grundkarpers (35) auf die Leiterplatte (1) aufge- 
steckt wird. 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

30 die Offnungen (12, 15) auf den Querseiten (11, 14) des Grund- 
karpers (10, 35) mit Hilfe von gleichen Dichtungen (24, 30) 
abgedichtet werden. 

19. Gehause zur Aufnahme von elektronischen Komponenten, 
35 dadurch gekennzeichnet, dass 

das Gehause mit einem Verfahren nach wenigstens einem der An- 
sprtiche 1 bis 18 herstellbar ist. 
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20. Verwendung des Gehauses aus Anspruch 19 zur Aufnahme ei- 
ner Getriebeelektronik. 

21. Hohlprofil zur Herstellung von GehSusen, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

im Inneren des Hohlprofils sich in Langsrichtung des Hohlpro- 
fils erstreckende FOhrungselemente (16, 17, 18, 19, 36) zur 
Fiihrung einer Leiterplatte (1) ausgebildet sind. 

22. Federleiste zur Herstellting eines Gehauses, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
entlang der Federleiste (26) quer zur Langsachse der Feder- 
leiste (26) wirkende Federelemente (27) ausgebildet sind. 

23. Federleiste nach Anspruch 22, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

an der Federleiste (26) Federringe (27) ausgebildet sind. 

24. Federleiste nach Anspruch 22, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
die Federleiste (26) wellenformig ausgebildet ist. 

25. Federleite nach einem der Anspriiche 22 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
entlang der Federleiste (26) Sollbruchstellen (34) vorgesehen 
sind. 

26. Abdeckelement zur Herstellung eines Gehauses, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

an dem Abdeckelement ein in Fuhrungselemente (17, 18, 19) des 
Grundkorpers (10) einfiihrbares Schwert (26) ausgebildet ist. 

27. Abdeckelement nach Anspruch 26, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

das Schwert eine Federleiste (26) nach einem der Anspruche 22 

bis 25 ist. 
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28- Abdeckelement nach Anspruch 26 oder 27, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
entlang dem Schwert (26) ein Sagezahnprof il (32) ausgebildet 
5 ist . 

4 

29. Abdeckelement zur Herstellung eines GehSuses, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

am Abdeckelement (37) Kleinmmittel (40, 39) ausgebildet sind, 
10 mit deren Hilfe das Abdeckelement (37) auf die Leiterplatte 
(1) aufsteckbar ist. 

30. Abdeckelement zur Herstellung eines GehSuses, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

15 am Abdeckelement (6) Kontaktmittel (5, 7) ausgebildet sind, 
mit deren Hilfe das Abdeckelement (37) an einer Leiterplatte 
(1) befestigbar ist. 
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Zusammenfassung 

Verfahren zur Herstellung eines GehSuses, Hohlprofil, Abdeck- 
elementG/ Federleiste und Gehause 

Bei einem Verfahren zur Herstellung eines Gehauses wird zu- 
nSchst der GrundkSrper (10) von einem Hohlprofil abgeteilt 
und anschlieSend eine Leiterplatte (1) in den Grundkorper 
(10) eingebracht. Anschliefiend wird der GrundkSrper (10) mit 
Hilfe von Abdeckelementen (6) seitlich geschlossen. 



Figur 3 
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